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创新是引领发展的
第一动力。党的十九大
以来，梁平区不断完善
科技创新体制机制，加
快推进协同创新，切实
增强自主创新能力和科
技成果转化能力，创新
主体集聚提质增速，高
质量发展蓄势发力，为
产业转型升级和经济社
会发展提供了有力支
撑。

目前，梁平被国家
科技部认定为“国家功
率半导体封测高新技术
产业化基地”和“国家农
业科技园区”，有国家高
新技术企业64家、市级
数字化车间9家，均列
渝东北三峡库区城镇群
和渝东南武陵山区城镇
群第一位，并成功创建
“两群”唯一的市级高新
技术产业开发区，大力
推动了创新高地建设和
经济社会高质量发展。

今年初，梁平区2020年度创新
驱动奖扶申报工作启动。截至目
前，共有175户企业和3个个人提交
了申报材料。

党的十九大以来，梁平区共有
300余户企业和20余名个人获得科
技计划项目补助资金、创新奖扶资
金7300万元，极大地推动了企业的
创新驱动发展。

“优化创新大环境，营造创新好
生态。”梁平区相关负责人介绍，梁
平区始终把营造良好创新创业生态
环境作为科技创新的坚实保障，持
续推动创新创业氛围营造，不断加

强创新创业服务保障，一方面推进
科技管理体制改革，另一方面建立
科技创新投入机制。

梁平推行科研项目经费“包干
制”、科研项目结题备案制等改革，
相继出台并完善《科技计划项目管
理办法》《创新驱动奖扶办法》《专利
资助奖励办法》《高新技术企业引育
认定专项资金管理办法》等一系列
科技创新政策，科技创新工作方向
更加明确、重点更加聚焦。

与此同时，梁平加大财政资金
引导力度，每年安排科技创新专项
资金3000万元左右，支持企业发展

科技型企业和高新技术企业，建立
科技创新基地、研发机构和科技服
务机构，开展产学研合作及新产品
研发，加强知识产权保护，推动科技
成果转移转化。在推进科技金融改
革上，梁平组建2000万元区种子基
金为初创和小微科技型企业提供免
息信用贷款；组建1亿元科技型企业
知识价值信用贷款风险补偿基金为
科技型企业提供贷款。

“380 万元知识价值信用贷款
助力我们走上了科技创新之路。”重
庆融康彩印包装有限公司负责人介
绍，在梁平区支持下，实现浸蜡纸箱

工艺、吸塑工艺等自动化技术研发
和产业化，纸箱防水防震抗变形方
面的技术研发取得重大突破，填补
了国内轻质重承纸品的技术空白。
目前，公司研发并申请专利 30多
个，并成长获批为国家高新技术企
业。

据统计，梁平区共有40家初创
和小微科技型企业获得1800万元
免息信用贷款；94家科技型企业得
到1.5亿元价值信用贷款，引导叠加
商业贷款达8000万元。据悉，梁平
全社会研发投入强度位列渝东北三
峡库区城镇群第一位。

2020年9月，梁平都梁科技企
业孵化器正式投入使用。这个孵化
器现有17名专家顾问、19名创业导
师，入驻的企业除了享受免除3年的
租金外，生产性企业同等享受区里
各项招商引资优惠政策，同时享受
行政许可的代办、奖扶申报、政策咨
询等多项免费服务。

目前，都梁科技企业孵化器已
注册企业41家，今年1月被评定为
市级综合性孵化器。

科技创新是产业发展的重要推
动力。党的十九大以来，梁平区把
提升科技创新能力作为创建高新区

的重要标准，加快引育企业创新主
体、建设特色创新平台、强化科技人
才支撑、推进产学研协同创新，聚资
源、强技术、壮主体、育人才、优环
境，不断提升创新能力。

在加快引育创新主体上，梁平
建立科技型企业梯次培育库，实施
科技企业成长工程，大力引进和培
育科技型企业。目前，入库重庆市
科技型企业206家、国家科技型中小
企业49家，位列渝东北三峡库区城
镇群第一位。同时国家和市级知识
产权优势企业分别达到 7家和 15
家，知识产权贯标企业35家。

在加快引进创新人才上，梁平
以需求为导向，以项目为纽带，聚力
引进培育科技创新人才和团队。目
前，汇集两院院士多名，引进培育高
层次人才近50名，成立3个院士工
作站（点），建立1个市级博士后科研
工作站，认定重庆“英才计划”科技
创业领军人才2名、创新创业示范团
队5个、多名享受国务院特殊津贴专
家。

在加速构建科技服务平台上，
梁平推进规上工业企业研发机构逐
步实现全覆盖，全区研发机构及分
支机构近50个（其中，国家企业技术

中心1个、市级新型高端研发机构1
个、市级新型研发机构3个）、科技服
务机构40多个。

在持续推进产学研协同创新
上，梁平区推动全区30余家企业与
市内外20余所高校、科研院所加强
产学研合作，加速科技成果转化。

截至目前，梁平区承担40多项
国家、市级重大专项和重点项目，认
定和获批高新技术产品100多个、市
级重大新产品几十个、国家地理标
志商标、国家驰名商标10多个，荣获
市政府科技进步一等奖2项、二等奖
2项。

5月14日，中铁建集成电路产
业园项目在梁平区高新区开工建
设。该项目聚焦“功率半导体封测”
特色主体、“第三代半导体芯片及器
件”和“高端封装”两翼，做强封测、
做大应用，重点突破、补链成群，形
成规模效益明显的集成电路产业集
聚区。这次参加集中签约的还有中
铁建全竹绿色循环利用产业园、京
东·梁平数字产业园等30个项目，协
议引资133亿元。

2007年，重庆平伟实业股份有
限公司（下称“平伟实业”）落户梁平
工业园区，每年拿出销售收入的一
定比例用于研发，提升科技创新能
力。

“科技创新正助推梁平电子信
息产业向千亿级产业集群迈进。”梁

平区相关负责人介绍，平伟实业已
成长为国家高新技术企业，梁平区
也成为“国家功率半导体封测高新
技术产业化基地”。以平伟实业为
龙头，平伟光电、天胜电子、中铁建
集成电路产业等30余家半导体及配
套企业集聚梁平，集成电路产业上
下游产业链正不断延伸、完善。

一个地区高新技术产业的发展
规模大小、发展水平高低、发展趋势
强弱直接关系该地区经济社会的发
展活力和后劲。党的十九大以来，
梁平区大力实施以大数据智能化为
引领的创新驱动发展战略行动计
划，加快发展电子信息、智能家居、
绿色食品加工等主导产业，培育壮
大集成电路、新材料、通用航空等战
略性新兴产业，全力打造先进制造

业基地、消费品工业基地，打造推动
渝东北三峡库区城镇群高质量发展
的重要承载地。

“既让战略性新兴产业‘无中生
有’，又让传统产业‘老树发新芽’。”
梁平区相关负责人介绍，现在，集成
电路产业上下游产业链正集聚壮
大；绿色新材料产业集群正加快培
育，新能源汽车镁合金新材料、医用
及食用级不锈钢新材料、竹基新材
料等重大项目顺利落地；通用航空
以梁平军民两用通航机场为依托，
发挥独特的空域条件，建设通用航
空产业园，大力打造通航货运枢纽
机场、无人机研发制造、机务地勤培
训基地。目前，已有长安工业、芸中
鹰、九洲神鹰、龙浩航校、顺丰蜂鸟
等通航企业入驻。

梁平豆筋制作工艺最复杂，产
能较低、人工成本较高。2017年7
月以来，陈永晶、王磊等人研发智能
化设备全自动化数控豆筋机，让豆
棒生产从小作坊走上了“自动化、智
能化、规模化、标准化”生产道路，拥
有发明专利20余项、实用新型专利
100余项，建成第五代数字化豆棒生
产车间。

据介绍，梁平还大力开展“机器
换人”行动，围绕“互联网+”发展战
略，成功培育了奇爽食品、百年张鸭
子、上口佳等企业数字化车间9家、
智能工厂1家。

今年2月，市政府批复设立重庆
梁平高新技术产业开发区。现在，
梁平正向创建国家级高新区迈进。

优化创新环境

梁平 实施创新驱动发展战略 大力推动高质量发展

提升创新能力

发展高新产业

重庆梁平高新技术产业开发区 摄/肖华

建设创新高地

重庆都梁科技企业孵化器

国家企业技术中心——重庆平伟实业股份有限公司 摄/蒋婷

梁平是“国家功率半导体封测高新技术产业化基地”，集成
电路产业上下游产业链正不断延伸、完善

去年4月，梁平区首个智能化、规模化
科技服务综合体——高新区科创中心开工，
主要建设科技企业孵化中心、高新展示中
心、企业服务中心、数字经济研发中心、数字
经济企业孵化器等。

作为企业科技创新的容器，科创中心建
成运营后，将发挥孵化器和加速器作用，为
入住企业提供金融、财务、法律、品牌、科技
成果转化等系列专业服务，加速培育和壮大
园区先进高端产业集群，助推高新区向数字
化、智慧化的园区提质转型升级发展。

“实施科技强区、人才强区行动，加快建
设区域创新高地。”梁平区负责人介绍，下一
步将深入推进以大数据智能化为引领的创
新驱动发展战略，抓紧做实国家高新区、国
家农高区、都梁新经济活力区等创新平台建
设，高质量推动先进制造业、现代特色高效
农业、新业态等产业创新，不断激发创新主
体活力，加强创新人才引进培养使用，营造
良好创新生态，推动全区高质量发展，确保

“十四五”开好局起好步。
该负责人介绍，建设创新高地，要突出

抓好制造业科技创新，大力培育引进创新主
体，积极培育高成长性企业、独角兽种子企
业；加快构建引进创新创业平台，推进都梁科
技企业孵化器升创国家科技企业孵化器，推
进落地建设“易智网梁平科技创新服务中心”
科技成果转移转化平台，大力引进并支持企
业自建或与高校院所共建科研机构、服务机
构，推进建设50万平方米集成电路科技企业
孵化器，加快创建国家“双创”示范基地。

同时，梁平启动实施高新技术研发专
项，推进落实梁平区政府与市科技局科技会
商议题，争取启动2000万元高新技术产业
研发专项（含农业高新技术产业），力争全社
会研发投入强度达到1%。全力打造国际
IDM公司，服务并支持平伟实业5G射频器
件与模组项目今年国庆节前试投产，争取并
支持平伟实业功率半导体（含5G）设计公司
落户梁平，全力支持平伟实业建成IDM公
司，推动平伟实业建设集成电路产业学院和
产业公共技术服务平台，并帮助济南兰星电
子5英寸GPP芯片制造项目开工建设。

在乡村振兴方面，梁平将选派市、区科
技特派员100名，推进乡村振兴产业发展；
加快建设好“重庆农科院梁平分院”“梁平区
乡村振兴产业技术研究院有限责任公司”新
型研发机构，推进水稻主导产业、梁平柚特
色产业产生并转化更多科技成果，建设好国
家农业科技园区，创建国家农高区。

此外，梁平还要持续营造良好创新生
态，引进培育科技创新人才，深化产学研协
同创新，修订并出台科技创新政策10条，加
强科技创新服务指导，扩大科技型企业知识
价值信用贷款规模和覆盖企业，加快建设区
域创新高地，大力推动梁平高质量发展。
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位于重庆梁平国家农业科
技园区的重庆数谷农场


